
Forschung - Dienstleistung 

ALD – Atomic Layer Deposition 

 
 

Die Atomlagenabscheidung (ALD - Atomic Layer Deposition) ist ein Abscheide-

verfahren zur Herstellung  dünner Schichten im Nanometerbereich. Die selbst-

limitierende Abscheidung atomarer Monolagen erfolgt über ein zyklisches Ein-

lassen leicht flüchtiger und hochreaktiver Precursoren, bei dem mehrere Reak-

tanten abwechselnd durch ein Spülpuls getrennt in die Prozesskammer einge-

leitet werden. 

 

Vorteile der ALD-Beschichtung: 

 konforme Schichtabscheidung auf beliebig geformte Substrate 

 exakte Schichtdickenkontrolle 

 definierte Schichtzusammensetzung 

 hohe Schichtqualität 
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Aktuelles 

Forschungsthemen: 

 ALD - Innenbeschichtung von Röntgenoptiken 

Die rasant fortschreitenden Entwicklungen in der Nanotechnologie und 

der Photovoltaik führen zu neuen Anforderungen nach immer besseren 

Ortsauflösungen in der Röntgenanalytik. Dazu sind besonders Monoka-

pillaroptiken hoher Präzision und Röntgen-Mikrospiegel von großem In-

teresse. 

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Freistaates Sachsen 

 
 

Workshops & Konferenzen 

Fischer D., Eschner M., Glühmann J., Lorenz C, Neidhardt A, Reinhold C., Rein-

hold U., Schnabel H.-D., Schneeweiß M., Protective Layer on Indexable Inserts, 

DPG Frühjahrstagung der Sektion Kondensierte Materie (SKM) 

76. Jahrestagung der DPG, Berlin, Germany, March 2012 

Lorenz C., Schenk T., Fischer D., Eschner M., Neidhardt A., Reinhold C., Reinhold 

U., Schnabel H.-D., ALD Process for Tungsten Films in Model-like Glass Capillari-

es, ALD-AVS & Baltic-ALD conference 2012, Dresden, Germany, June 2012 

 

C. Lorenz, M. Neuber,  A. Neidhardt, C. Reinhold, U. Reinhold, H.-D. Schnabel 

Adhesion Strength of Low Temperature Tungsten ALD-Films, 13th International 

Conference on Atomic Layer Deposition, San Diego, July 2013 
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Mitarbeiter 

 
Beteiligte Hochschullehrer (v.l.n.r.) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Neidhardt 
Tel: (0375)536 1507 
E-Mail: andreas.neidhardt@fh-zwickau.de 
 
Prof. Dr. rer. nat.  Ullrich Reinhold 
Tel: (0375)536 1508  
E-mail: ullrich.reinhold@fh-zwickau.de 
 
Prof. Dr. rer. nat.  Christel Reinhold 
Tel: (0375)536 1500  
E-mail: christel.reinhold@fh-zwickau.de 
 
Prof. Dr. Ing. Hans-Dieter Schnabel 
Tel: (0375) 536 1530 
E-Mail: hans.dieter.schnabel@fh-zwickau.de 

 
Fax: (0375) 536 1503 
 
weitere Projektmitarbeiter  
Dipl.-Ing. (FH)Mario Eschner 
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Leistungen 

Herstellbare Schichten: 

 Aluminiumoxid (Al2O3) 

 Titan-Aluminiumnitrid Ti(AL)N 

 Titannitrid (TiN) 

 Titanoxid (TiO2) 

 Metallisches Wolfram (W) 
 

Der thermische sowie der mit plasmaunterstützte ALD - Prozess (PEALD) er-

möglicht es, auf unterschiedlichsten Substraten (z. B. Si-Wafer, Metalle, Gläser 

u.a.) gezielte Schichten zwischen 1 und 100 nm aufzubringen. Die Präzision der 

hochwertigen Schichten durch selbstbegrenzendes Wachstum wird durch 

mehrstufige, zyklische Prozesse realisiert. 

Das Abscheidungsverfahren isolierender oder leitender Schichten auf komple-

xe, 3-dimensionale und großflächige Strukturen verbessern die Oberflächenei-

genschaften und ermöglichen gleichzeitig die weitere Miniaturisierung von 

Bauteilen in der Nanotechnologie. 

weitere Beschichtungsverfahren an der WHZ: 

 Magnetronbeschichtungsanlagen 

 Hohlkatodenbogen-Beschichtungsanlage 

 Plasma-CVD-Anlage 
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Ausstattung 

Laborausstattung mit moderner, den Sicherheitsvorschriften entsprechender 

Technik 

Das 2011 in Betreib gegangene ALD-System besteht aus: 

 Prozesskammer mit Handlersystem 

 Prozessvakuumpumpe 

 Trockenbettabsorber 

 Schaltschränken 

 Gasbox für flüssigen und gasförmigen Precursoren 

 

Mess- und Prüfgerätschaften zur Schichtcharakterisie-

rung: 

 Spektral-Ellipsometer SE800 von SENTECH 

 Analysesystem (UHV-STM, XPS, UPS) von SPECS 

 Rasterelektronenmikroskop (mit quantitativer EDX-Analyse) MIRA FE-

REM von TESCAN 

 Röntgendiffraktometer (XRD) D 8 Discover mit GADDS von Bruker 

 Ritztester von WHZ-Entwicklung 
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Ersten Ergebnisse auf der der 12th Internationalen Konferenz von 

Atomic Layer Deposition (ALD) vorgestellt 

 

Internationale Forscher und Fachexperten sowie 29 Aussteller kamen vom 17. bis 20. Juni 

2012 zur „AVS Topical Conference on Atomic Layer Deposition“ (ALD 2012) in Dresden zu-

sammen. 

Die von der amerikanischen Gesellschaft für Vakuumtechnologien American Vacuum Society 

getragene Konferenz findet jährlich rotierend in Amerika, Asien und Europa statt. In diesem 

Jahr war die von 21 Sponsoren unterstützte Konferenz von der NaMLab gGmbH in Dresden 

ausgerichtet. 

Entwickelt wurde die Atomlagenabscheidung unter dem Namen Atomlagenepitaxie bereits 

Ende der 1970er Jahre. Damals wurde nach einer Methode gesucht, um hochwertige, ext-

rem gleichmäßige dünne Schichten auf großflächigen Substraten herzustellen. Sequentiell 

werden dabei unterschiedliche chemische Moleküle aus der Gasphase auf der Substratober-

fläche angelagert. Die Reaktion ist selbstlimitierend. Die gewünschte Schichtdicke und Zu-

sammensetzung wird über das wiederholte Durchlaufen unterschiedlicher Abscheidungszyk-

len realisiert. 

Im Zentrum der Veranstaltung standen die aktuellen Forschungsergebnisse und neueste 

Technologien der Atomlagen-kontrollierten Abscheidung von Dünnschichten. Diese Technik 

wird genutzt, um ultradünne und gleichmäßige Strukturen für Halbleiter- und Dünnschicht-

Anwendungen zu erzeugen. Besonders für die Bereiche moderne Elektronik, Mikrosysteme, 

Display und Biotechnologie bietet diese Methode Vorteile. 

Das Verfahren und seine Anwendung ist ein wichtiger Forschungsschwerpunkt sächsischer 

Forschungseinrichtungen, die sich zu einem „ALD Lab Dresden“ zusammengeschlossen ha-

ben. Inzwischen wird das Verfahren großtechnisch in der Halbleiterindustrie auch in Sachsen 

eingesetzt, und die sächsische Equipmentindustrie bietet entsprechende Prozess- und For-

schungsanlagen an. 
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Besonders während dem Mittagessen wurden gern Kontak-
te geknüpft und Diskussionen geführt. 

Internationale ALD-Konferenz 2013 in San Diego 

 

Zum mittlerweile dreizehnten Mal trafen sich Wissenschaftler und Forschungsgruppen aus 

der Industrie und dem akademischen Bereich, um ihre Erkenntnisse auf der jährlichen, in-

ternationalen Konferenz für Atomlagenabscheidung (engl. Atomic Layer Deposition) auszu-

tauschen. Dieses Jahr fand die Konferenz vom 28. bis 31. Juli unter dem herrlichen Ambiente 

von San Diego (USA) statt. 

Die Atomlagenabscheidung ist eine Technik, welche in der Herstellung von ultra-dünnen 

Schichten eingesetzt wird. Ihr besonderes Merkmal ist die selbstbegrenzende Reaktion von 

Präkursoren (gasförmige Verbindungen, die am Reaktionsprozess teilhaben) an der Oberflä-

che des Substrats, welche dazu führt, dass Verbindungen in Monolagen Schritt für Schritt 

aufgebaut werden. Dadurch können Filme präzise und reproduzierbar abgeschieden werden. 

Trotz der vielen Vorteile und dem großen Potential, 

ist die Atomlagenabscheidung in der Industrie immer 

noch nicht weit verbreitet. Daher stand die diesjähri-

ge ALD-Konferenz unter dem besonderen Fokus der 

Industrialisierung der ALD.  

Auch die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) 

hat sich an diesem Wissensaustausch beteiligt. Ver-

treten durch Prof. Hans-Dieter Schnabel, dem derzei-

tigen Leiter der Forschungsgruppe Atomlagenab-

scheidung an der WHZ, und Markus Neuber (Master-

student im Auslandspraktikum), wurden die Ergeb-

nisse zum Thema „Haftfestigkeit von niedrig-

Temperatur Wolfram-ALD-Schichten“ präsentiert. 

Viele Interessierte hatten Fragen und Anregungen, 

welche in der weiteren Arbeit der ALD-

Forschungsgruppe mit berücksichtigt wer-

den. Auch Ideen für neue Projekte mit zu-

kunftsweisenden Charakter wurden ge-

sammelt. Denn die ALD gewinnt immer 

mehr Einfluss in der Forschung und Indust-

rie.  

Nächstes Jahr wird die internationale ALD-

Konferenz in Osaka (Japan) stattfinden. 

Hoffentlich auch wieder mit einem Beitrag 

der WHZ. 
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Markus Neuber präsentiert ein Poster  
der Forschungsgruppe der WHZ und  
beantwortet Fragen interessierter Zuschauer. 


